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摘要 

 

    印刷電路板（Printed Circuit Board, PCB）的功能，在於提供各種電子零組件

安裝（Assembly）及互連（Interconnection）所需的平台基地；由於生產過程的

繁瑣與複雜，使得電路板產業的分工十分細膩，可分為上游電路板設計（Design）

及配置（Layout）、中游電路板印刷（Print）及製造（Manufacture）與下游電路

板半成品加工及裝配（Assembly）等。分工細膩的產業特性，加上上中下游廠商

散佈全球各地，使此產業儼然形成一龐大供應鏈（Supply Chain, SC）體系。 

 

    此一產業內上游與中游廠商之間的業務往來，主要針對上游設計之電路板規

格進行詢價、評估可製造性（Manufacturability）與估算報價（Quote）等動作；

此等動作會因地理疆界與既有組織的隔閡，而影響設計規格資料的傳遞、評估及

估價。在可製造性評估方面，以往學者雖以不同資料模型描述、呈現所交換之上

游設計規格與中游生產能力資料，供中游廠商評估設計規格之可製造性，但當中

存有交換資料缺乏定義、評估項目有限、整合性不足等缺失；在報價估算方面，

過去雖以專業人員之經驗法則估算設計規格報價，或以學者提出之成本模型、活

動基礎成本法（Activity-Based Costing, ABC）計算生產所需成本，供中游廠商作

為報價估算的根據，但當中仍有精確性不足、耗時耗力、完整性不足等問題。 

 



    有鑒於此產業內各中游廠商，以往在評估上游廠商電路板產品設計規格之可

製造性與估算報價時，所普遍存在之上述各項問題，本研究提出一系統方法加以

解決。本研究首先對可製造性評估與報價估算等活動加以分析，找出活動執行時

所需各項資料，並依此分別建立可製造性評估模組與報價估算模組。可製造性評

估模組係以 STEP國際產品資料交換標準（Standard for the Exchange of Product 

Model Data）為基準，針對上游與中游廠商間欲交換之電路板設計規格及中游廠

商現有生產能力等資料加以定義及詮釋；之後，再以 C++程式語言建立可製造性

評估準則，以評估現場製程能力對於設計規格之可製造性。報價估算模組係以類

神經網路為基礎，先以蒐集之規格報價資料對網路加以訓練、測試，以建立適合

估算電路板報價之類神經網路架構；之後，再將經評估為可製造之電路板設計規

格輸入網路，以估算出規格所對應之報價。最後將兩者以一系統化方式整合，並

結合可供使用者於網際網路使用之使用者介面，以即時評估上游設計規格之可製

造性及估算報價，藉此達到快速反應（Quick Response, QR）上游廠商各項需求

的目的。 
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